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Abstract of DE1 9541 334 

The circuit mfr. involves the generation of a 
number of circuit zones (1a,1b,1n) on a single 
main printed circuit board (1) where each zone 
contains a conductor pattern (1c). One or more 
sets of connecting wires (3) are attached to 
connection pads (1w) on the circuit board, by 
which the multiple circuit zones are mechanically 
interlinked, and after this step the main circuit 
board is divided into individual circuit building 
blocks. 




( ST A. -IT i 

~. , r - r , „ ,, 

r*mr sum wit m* U- 3 i 
mm n.:ngs3 y mx* mm i 



| Sum e^;u trc v^u 



wif; mm mm~~]v u a 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



Best Available Copy 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE19541334&F=8 



4/27/2006 



Jit 



MmimmiimmuiMmiMmmmmuni. 

® bunoesrepublik @ Of f en legungssc hrif t 

© DE 19541334 A1 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



(§) Aktenzeichen: 
© Anmeldetag: 
(§) Offenlegungstag: 



19541 334.2 
6.11.95 
19. S.96 



© lnt;Ct«: 

H 05 K 3/32 

H 01 L 21/60 
H 01 L 23/50 
H OIL 23/34 
HOU 21/66 
H 05 K 1/02 
H05K 9/00 
G 01 R 31/28 



3 

OS 



® Unfonsprioritat: (§) <§) <g) 
17.03,95 JP P 7-058574 

©Anmelder; 

Fujitsu Ltd., Kawasaki, Kanagawa, JP 

©Vertreter: 

W. Seeger und Kollegen, 81369 Munchen 



® Erfinder: 

Mugiya, Hiroshi, Kawasaki, Kanagawa, JP 



LU 

D 



Prufungsantrag gem. 5 44 PatG 1st gestelit " ~ 

© Schaltungssubstrat mit Verbindungsieitungen und HerstellungsprozeB fur dasselbe 

(§) Es ist ain Varfshren zur Herstellung elnes Gerates ba- 
schrieben, welches die Schritte umfaBt: Ausbllden elner 
Vieizahi von Schaltungszonan auf emer einzelnen gedruck- 
tan Haupt-Schaltungsplatte, Anloten eines oder mehrerer 
Verbindungsieitungen an entsprechenden AnschluSfiachen- 
ejektroden der vorangehend genannten Schaltungszonen in 
emem Zustand, be! darn erne VieteahJ der Schaltungszonan 
mechanisch miteinander verbunden sind, urn dia gadruckta 
Haupi-Schaltungsplatte zu biJden, und Zerteilen der ge- 
druckten Haupt-Scheltungsplette in einzelne gadruckta 
Schaltungsplatten, von danan jeda einer der Schaitungszo- 
nan auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte emspricht. . 
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Beschreibung einer L6tpaste beschichtet, die mit'Hilfe eines Sieb- 

druckprozesses oder SLhnlichem aufgebracht werden 
kann, 

Hintergrund der Erfindung Bei dem ProzeB der Fig. 1A und IB sei darauf hinge- 

5 wiesen,daB die gedruckten Schaltungspiatten lla-lln 

Die vorhegende Erfindung betriff t allgemein Elektro- auf den je weiligen Warmesenken 12a— 12n in Ausrich- 
nikgerate und spezieller die Herstellung eines solchen tung mit dem Leherrahmen 14 derart montiert sind, daB 
Gerates, Welches ein Substrat aufweist, auf dem ein Ver- • die VerbindungsanschluBflachen, die auf den gedruck- 
drahtungsmuster ausgebildet ist und wobei eine oder ten Schaltungspiatten lla-lln ausgebfldet sind, einen 
mehrere elektrische oder Elektronik-Komponenten \q Kontaktangriff mit den entsprechenden Verbindungs- 
darauf befestigt sind leitungen 13 aufbauen. Nachdem die Ausrichtung als 

Elektronikgerate, inklusive solcher fflr Mikrowellen- solche erreicht ist, werden der Leitungsrahmen 14 und 
anwendungen, enthalten allgemein verschiedene Kom- die gedruckten Schaltungspiatten 11a- lln darauf 
ponenten, wie beispiels weise Kondensatoren, Wider- durch einen Aufschmelzofen hindurchgefuhrt, urn ein 
stande, Transistorea und integrierte Schaltungen, die 15 Anloten der Verbindungsleitungen 13 auf den entspre- 
auf einer gemeinsamen gedruckten Leiterplatte mon- chenden VerbindungsanschluBflachen der gedruckten 
tiertsind Schaltungspiatten 11a- lln zuerreichen. 

Wenn deraruge Elektronikgerate in einer groBen Nachdem die gedruckten Schaltungspiatten 11 a- lln 
Zahl hergestellt werden, wird eine Anzahl identischer auf diese Weise fest auf dem Leitungsrahmen 14 aber 
gedruckter Schaltungspiatten in solcher Weise herge- 20 die Verbindungsleitungen 13 angeschlossen sind, wer- 
stellt, daB die gedruckten Schaltungspiatten identische den elektrische und/oder Hektronik-Komponenten, wie 
Schaltungsrauster tragen und Komponenten, wie bei- beispielsweise Widerstande, Kondensatoren, Transistor 
spiekweise Kondensatoren, Widerstande, Transistoren ren, integrierte Schaltungen und ahnliches auf den je- 
oder integrierte Schaltungen darauf befestigt sind, die in weiligen Teilen der Halbleitermuster llw der gedruck- 
Kontakt mit den entsprechenden Schaltungsmustern 25 ten Schaltungspiatten 11a— lln befestigt, und zwar 
stehen- hidem f erner die gedruckten Schaltungspiatten durch einen Roboter oder ein anderes geeignetes, einen 
durch einen Aufschmelzofen zusammen mit den darauf automatischen Zusammenbau durchfQhrendes Gerat 
angeordneten Komponenten gefiihrt werden, bewirkt Da die gleich'e Zusammenbauprozedur fflr jede der ge- 
die L5tpaste,die auf dieSchaltungsmusterimSiebdruck druckten Schaltungspiatten lla-lln wiederholt wird, 
aufgebracht wurde, ein Aufschmeizen und die Kompo- 30 ist der ZusammenbauprozeB der Fig* 1 A und IB speziell 
nenten werden fest auf den entsprechenden Schaltungs- f Or einen automatischen Zusammenbau mit einem ho- 
mustern angeldtet Es sind ferner Verbindungsleitungen hen Durchsatz geeignet 

auf der gedruckten Schaltungsplatte vorgesehen und Der ProzeB der Fig. 1A und IB ist jedoch mit einem 
stehen in Verbindung mit verschiedencn Ein'gangs- und 'Nachteil behaftet dahingehend, daB die Ausrichtung 
AusgangselektrodenanschluBfiachenalsauchbVerbin- 35 zwischen den gedruckten Schaltungspiatten lla-lln 
dung mit verschiedenen Stromelektrodenanschlufifla- und den Verbindungsleitungen 13 auf dem Leitungsrah- 
chen und ErdungsanschluBflsichea Bei den neueriichen men 14 zu dem Zeitpunkt des Aufschmelzens der Lotle- 
Halbieiterschaltungen, bei denen die Komponenten in gierung verlorengehen kann, wie in Fig. 2 gezeigt ist 
emer hohen Montagedichte befestigt sind, kann die ge- Es sei in Verbindung mit Fig. 2 darauf hingewiesen, 
druckte Schaltungsplatte ferner mit einer Warmesenke 40 daB die gedruckte Schaltungsplatte 11a hinsichtlich des 
ausgestattet sein, urn die durch die Komponenten er- Leitungsrahmens 14 gedreht ist und damit die Verbin- 
zeugto Warme zu zmtreuen. dungsleitungen 13 verdreht sind, wahrend die gedruck- 

Urn derartige Elektronikgerate in einer groBen Zahl ten Schaltungspiatten lib und lln parallel hinsichtlich 
und nut einem hohen Durchsatz der Produktion herzu- des Leitungsrahmens 14 verlegt sind Wahrend bei ei- 
stelien, wird vorgeschlagen, die Verbindungsleitungen 45 nem solchen Fall die elektrische Verbindung zwischen 
auf den gedruckten Schaltungspiatten in einem solchen den Verbindungsleitungen 13 und den entsprechenden 
Zustand zu befestigen, dafl die Verbindungsleitungen Verbmdungs-AnschluBflachen auf den gedruckten 
auf einen gemeinsamen Leitungsrahmen als ein integra- Schaltungspiatten lla-lln aufrechterhalten werden 
ler Ted desselben hergestellt werdea Der LeitungsraV kann, wird die Bef estigung der elektrischen und/oder 
men kann eine Wfinnesenke enthalten, und zwar eben- 50 Elektronik-Komponenten auf den gedruckten Schal- 
falls alsTeil desselben. tungsplatten in exakter Ausrichtung mit den Verdrah- 

Die Fig, 1 A und 1 B zeigen einen herkommlichen Pro- tungsmustern 1 lw darauf schwierig. Es sei darauf hinge- 
zeB zur Befestigung der Verbbdungsleitungen 13 auf wiesen, daB die gedruckten Schaltungspiatten lla-lln 
gedruckten Schaltungspiatten 11a— lln, wobei Fig. I A sehr feine Leitermuster fOr die Verdrahtungsmuster 
die obere Seite der gedruckten Schaltungspiatten 55 llw tragen, um die Montagedichte der Komponenten 
11a— lln zeigt, wahrend Fig. 1 B die Bodenseite dersel- darauf zu- erhdhen. Wenn das AusmaB der Versetzung 
benzeigt oder des Driftens der gedruckten Schaltungspiatten 

GemiiB den Fig. 1 A und IB tragt jede der gedruckten lla-lln QbermaBig groB wird, kann seibst die elektri- 
Schaltungsplatten lla-lln darauf ein Verdrahtungs- sche Verbindung zwischen den Verbindungsleitungen 
muster llw und es sind Verbindungsleitungen 13 auf go 13 und den entsprechenden AnschluBflachen nicht Tin- 
einem gemeinsamen Leitungsrahmen 14 als ein Teil des- ger aufrechterhalten werden. 

selben gehalten. Ferner enthalt der Leitungsrahmen 14 Es war daher in herkSmmlicher Weise erforderlich, 
Warmesenken 12a-12n jeweils in Entsprechung zu den die Abweichung jeder der gedruckten Schaltungsplat- 
gedruckten Schaltungspiatten lla-lln, Obwohl dies ten lla-lln genau durch einen Sensor zu messen, der 
nicht explizit veranschaulicht ist, sind die Warme senken 6 5 an dem Roboter vorgesehen ist und die Abweichung in 
12a- 12n mit deni Leitungsrahmen 14 als ein Teil der* solcher Weise zu korrigieren, daB die Elektronikkompo- 
selben Dber em UberbrUckungsteU verbunden. In der nenten richtig auf den versetzten gedruckten Schal- 
ublichen Weise sind die Verdrahtungsmuster llw mit tungsplatten montiert wurdea Jedoch erfordert ein sol- 
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cher ProzeB des Detektierens und Korrigierens der Ab- 
weichung Zeit, selbst wenn ein vollautomatisiertes Zu- 
sammenbaugerat verwendet wird und es wird der 
Durchsatz der Produktion der Elektronikgerate unver- 
meidlich verschlechtert 

Alternativ kann man zuniichst die Komponenten auf 
jeder der gedruckten Scbaltungsplatten 11a- 1 in mit 
holier Prazision montieren, gefolgt von der Montage 
jeder der gedruckten Schaltungsplatten lia-lln auf 
dem Leitungsrahmen 14. Es wird dabei erwartet, daB 
der Fehler zwischen den Komponenten und den Ver- 
drahtungsmustera auf der gedruckten Schaltungsplatte 
minimal gebalten wird, selbst wenn die relative Positio- 
nierung zwischen den Verbindungsleitungen 13 und da- 
mn dem Leitungsrahmen 14 und den gedruckten Schal- 
tungsplatten lla-Un, wie im Falle von Fig. 2, ver- 
schlechtertwird 

Andererseits ist ein solcher herkommlicher FrozeB 
nut dem Nachteil behaftet, daB die Lotlegierung auf der 
gedruckten Schaltungsplatte ein Aufschmelzen zu dem 
Zeitpunkt der Befestigung der Verbindungsleitungen 13 
auf den gedruckten Schaltungsplatten 11a- 1 In verur- 
sacnt und daB die bereits auf den gedruckten Schal- 
tungsplatten m exakter Ausrichtung aufgeloteten Kom- 
ponenten eine unerwunschte Drift als Ergebrus erfah- 
ren. Wenn ein derartiges Driften auftritt, kann die Aus- 
richtung zwischen den Komponenten und den entspre- 
chenden. Verdrahtungsmustern 1 Iw auf der gedruckten 
Schaltungsplatte verlorengehea 

Urn ein solches Driften der Komponenten auf der 
gedruckten Schaltungsplatte zu vermeiden, ist es erfor- 
derlich, eine unterschiedliche Lodegierungszusammen- 
setzung zu verwenden, die eine niedrigere Schmelztera- 
peratur fur das zweite Mai des Lotprozesses hat und es 
ist natig, den zweiten Lotvorgang bei einer niedrigeren 
Temperatur auszufOhren, wobei aber die Verwendung 
ewer solchen zusatzlicben Lotiegierungszusammenset- 
zung oder ernes Ofens mit niedrigerer Temperatur fur 
den Aufschmelzvorgang unvermeidlich die Herstel- 
lungskostenerhdht 



Haupt-Schaltungsplatte verbunden werden, und 
(c) Aufteilen der gedruckte Haupt-Schaltungsplatte 
nach dem Schritt (b) in einzelne gedruckte Schal- 
tungsplatten, von denen jede einer der Schaltungs- 
zonen auf der gedruckte Haupt-Schaltungsplatte 



Zusammenfassung der Erfindung . 

Es ist daher eine allgemeine Aufgabe der vorliegen- 
den Erfindung, einen neuartigen und nfitzlichen ProzeS 
zur Herstcllung eines Bektronikgerates zu schaffen, bei 
dem die vorangegangen geschilderten Probleme besei- 
tigtsind. 

Ein anderes spezifischeres Ziel der vorliegenden Er- 
tuidung besteht darin, ein Verfahren zu schaffen, um ein 
Gerat mit einer gedruckten Schaltungsplatte mit hohem 
Durchsatz herzusteilen. 

Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Verfahren zu schaffen. um ein Gerat herzu- 
steUen, welches eine gedruckte Schaltungsplatte enthalt, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfaBt: 

(a) Ausbilden einer Vielzahl von Schaltungszonen 
auf einer einzelnen gedruckte Haupt-Schaltungs- 
platte, derart, daB jede der Vielzahl der Schaltungs- 
zonen ein Leitermuster enthalt. welches einer ge- 
druckten Schaltungsplatte entspricht, die das Ger3t 
bildet, 

(b) AnschlieBen ernes oder mehrerer Verbindungs- 
leitungen an den entsprechenden AnschluBflachen- 
elektroden in jeder der Schaltungszonen in einem 

. Zustand, bei dem die Vielzahl der Schaltungszonen 
miteinander mechanisch in der Form der gedruckte 



Em anderes Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, eine Schaltungsplattenanordnung nach dem An- 
io spruch 8 zu schaffen, wobei die gedruckte Haupt-Schal- 
tungsplatte eine erste Kante und eine zweite gegen- 
Ober hegende Kante aufweist und die Vielzahl der ge- 
druckten Schaltungszonen erste Gruppen-Schaltungs- 
zonen enthalten, die entlang der ersten Kante angeord- 
15 net sind, und zweite Gruppen-Schaltungszonen enthal- 
^ e ^ ntl r an ? der2weiten Kante angeordnet sind, und 

^Sf 1 -, die i' e " errah ^ nstruktur ein Leiterrah- 
mented und em zweites Lelterrahmenteil umfaBt, von 
denen jedes den Leiterranmen und die Vielzahl der An- 
20 schluBieitungen enthalt, wobei das erste Leiterrahmen- 
ted entlang der ersten Kante der gedruckte HauDt- 
Schdtungsplatte in solcher Weise angeordnet ist. & 
die Verbindungsleitungen rait jewefligen entsprechen- 

FQhrungCTahmenteil entlang der zweiten Kante der ge- 
druckte Haupt-Schaltungsplatte in solcher Wei* anfe- 
ordnet ist, daB die Verbindungsleitungen mit jeweiligen 
entsprechenden HektrodenanschluBflachen hi den 
30 r 3 ^PPen-Schanungszonen verbunden werden. 
GemiB der vorliegenden Erfindung wird das Anioten 
der Verbrndungsleitungen auf den gedruckten Schaltun- 
gen m dem Zustand durchgefuhrt, bei dem die Vielzahl 
der gedruckten Schaltungszonen miteinander starr ver- 
35 bunden werden. Die Leitungsrabmenstruktur enthalt in- 
rerseits die vorausgegangen erwahnten Leitungsrah- 
menzonen m emem Zustand, bei dem die Leitung srah- 
menzonen starr miteinander verbunden werden. Wenn 
dabe. ernmal eine richtige Positionierung zwischen der 
4« Leiterrahmenstruktur und der gedruckte Haupt-Schal- 
tungsplatte erreicht ist, wird die Ausrichtung zwischen 
dra Verbrndungsleitungen und den AnschluBfiachen- 
mektroden auf der gedruckten Schaltungsplatte in ein- 
, Wo ? aufrect, t«halten, und zwar fiber die Viel- 

45 zahl der gedruckten Schaltungszonen hinweg und auch 
• der Leiterrahmenzonen hinweg, selbst wenn der Auf- 
schmelzprozefl der Lotiegierung vorgenommen wird 

V ° evorzu ?ten AusfOhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung wird das AnlSten der Elektronikkom- 
so ponenten auf die gedruckten Schaltungszonen glcich- 
laufend nut dem AnlSten der VerbindungsleitungSi aus- 
fSn^V ed ?f er ^druckten Schaltungszonen zum 
zeitpunkt des LQtvorganges frei von einer Drift ist 
kann man erne hohe Prazision der Ausrichtung zwi- 
55 schen den Elektronikkomponenten und den emspre- 
chenden Leitermustern auf den gedruckten Scbaltungs- 

. XBESSJffi 1 fbhoher ^"^^ 

Nachdem die Elektronikkomponenten in dieser Wei- 
60 se montiert sind, wird die gedruckte Haupt-Schaltungs- 
platte fa eine Vielzahl von gedruckten Schaltungsplat- 
ten entweder dadurch aufgeteilt. indem die gedruckte 
Haupt-Schaltungsplatte mechanisch aufgebrochen wird 
oder diese mit Hilfe einer S&gernaschine zerschnitten 
65 wird. 

Andere Ziele und weitere Merkmale der vorliegen- 
den Erfindung ergeben sich aus der folgenden detaillier- 
ten Beschretbung unter Hinweis auf die beigefQgten 
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Zeichnungen. 

KurzeBeschreibung der Zeichnungen 

Fig* 1 A und IB sind Diagramme, die einen herkdmm- 
lichen ProzeB der Herstellung von Elektronikger&ten 
zeigen, welche eine gedruckte Schaltungsplatte enthal- 
ten; 

Fig. 2 ist eia Diagramm, welches die Probleme auf- 
zeigt, die bei dem herkCmmlichen HerstellungsprozeB 
entstehen; 

Fig. 3A und 3B sind Diagramme, welche eine erste 
Auaf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung zeigen; 

Fig. 4 ist ein FluBdiagramm, welches den Herstel- 
lungsprozeS gemafl der ersten Ausfiihrungsform veran- 
schaulichtj 

Fig, 5 ist ein Diagramm, welches eine Nut zeigt, die in 
einer gedruckten Haupt-Schaltungsplatte ausgebildet 
ist, urn den ZerschneidungsprozeB derselben zu verein- 
fachen; 

Fig. 6A und 6B sind Diagramme, die eine zweite Aus- 
ftlhrungsf orm der vorliegenden Erfindung veranschauli- 
chen; 

Fig. 7A und 7B sind Diagramme, die das Endprodukt 
zeigen, welches durch irgendeine der ersten und zweiten 
Ausfflhrungsformen der vorliegenden Erfindung erhal- 
tenwurde; 

Fig. 8 ist ein Diagramm, welches ein Halbproduict ei- 
ner Schaltung bereit zura Testen zeigt; 

Fig. 9 ist ein FluBdiagramm, welches den ProzeB des 
Testens veranschaulicht; 

Fig. 10 ist ein Diagramm, welches die Konstruktion 
einer Testausrfistung zeigt, die zum Testen des Gerates 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wird fund 

Fig. 11 ist ein Diagramm, welches die Konstruktion 
einer Testausriistung zeigt, die zum Testen des Gerates 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wir d. 

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten 
Ausftthrungsformen 

Die Fig. 3A und 3B zeigen den ProzeB zur Herstel- 
lung eines Elektronikger&tes in dem Zustand eines 
Halbproduktes, wobei die Fig. 3A die Oberseite des 
Halbproduktes in einer perspektivischen Ansicht zeigt, 
wSthrend die Fig. 3B die Bodenseite des Halbproduktes 
ebenfalls in einer perspektivischen Ansicht zeigt Es sei 
darauf hingewiesen, daB der veranschaulichte ProzeB 
ein Halbleiterpaket als das Elektronikgerat erzeugt 

Gem&B Fig. 3A enthalt das Halbprodukt ebe haupt- 
gedruckte Leiterplatte 1, auf der eine Anzahl gedruck- 
ter Schaltungszonen la-ln festgelegt sind, wobei dar- 
auf hingewiesen sei, daB jede der gedruckten Schal- 
tungszonen la— In ein Verdrahtungsmuster lw und 
Elektrortikkomponenten lc enthalt, die aus einem Wi- 
derstand, einem Kondensator, einem Transistor oder ei- 
ner integrierten Schaltung bestehen k&nnen. Wie ferner 
aus Fig. 3B zu ersehen ist, sind Warmesenke-Platten 2a, 
2b und 2n auf der Bodenseite der gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte 1 jeweils in Entsprechung zu den Zo- 
nen la-ln vorgesehen, wobei die W&rtnesenke-Platten 
2a, 2b und 2n ab ein einheitlicher, integraler K6rper des 
Leitungsrahmens 4 ausgebildet sind 

Der Leitungsrahmen 4 enthalt seinerseits eine Viei- 
zahi von Leitungsrahmenzonen 4a— 4n, wobei die Zone 
4a der Zone la entspricht, die Zone 4b der Zone lb 
entspricht und die Zone 4n der Zone In entspricht In 
jeder der Zonen 4a -4n sind ein oder mehrere Verbin- 
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dungsleiter 3 vorgesehen, so daJB sie sich von dem Lei- 
tungsrahmen 4 als einheitlicher integraler Teil desselben 
weg erstrecken. Bei dem Halbprodukt der Fig. 3A und 
3B ist jede der Verbindungsleitungen3 auf eine entspre-. 
5 chende ElektrodenanschluBfl&che 1 wc angeldtet, die auf 
der Bodenseite der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
1 in elektrischer Verbindung mit dem Verdrahtungsmu- 
ster twin jeder der Zonen la- In ausgebildet ist 
Fig. 4 zeigt den ProzeB zur Herstellung des Halbpro- 

io duktesderFig,3Aund3B. . 

GemaB Fig. 4 wird eine Lotpaste auf das Verdrah- 
tungsmuster lw in jeder der Zonen la— In der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte 1 bei einem Schritt SI mit 
Hilfe eines Siebdruckprozesses oder irgendeines ande- 

15 ren geeigneten Prozesses aufgebracht 

Nach dem Schritt SI wird die so mit der L6tpaste 
versehene gedruckte Haupt-Schaltungsplatte . 1 hin- 
sichtlich des Leitungsrahmens 4 bei einem Schritt S2 
ausgerichtet, so daB die Schaltungsplatte 1 auf den War- 

20 mesenke-Platten 2a— 2n abgesttltzt ist und derart, daB 
jede der Verbindungsleitungen 3 des Leitungsrahmens 4 
einen Kontakt mit einer entsprechenden Eiektrodenan- 
schluBflache 1 wc bildet 
Ab ntchstes werden unter Aufrechterhaltung ,der 

25 Ausrichtung zwischen der gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte 1 und dem. Leitungsrahmen 4 die Elektro- 
nikkomponenten lc bei einem Schritt S3 auf die ge- 
druckte Haupt-Schaltungsplatte 1 an den jeweiligen 
vorbestimmtenStelien mit hoher Prazision plaziert Ein 

30 derartiges Plazieren der Elektronikkomponenten lc 
kann durch einen Roboter oder eine andere geeignete 
automatisierte Zusamrnenbauausrustung ausgefiihrt 
werden. 

Nach dem Schritt S3 wird die gedruckte Haupt-Schal- 

35 tungsplatte 1, welche die Elektronikkomponenten lc 
und den Leitungsrahmen 4 tragt, durch einen Auf- 
schmelzofen bei einem Schritt S4 hindurchgeftihrt, urn 
ein Aufschmelzen der LStpaste zu bewirken, die auf die 
Verdrahtungsmuster lc auf der gedruckten Haupt- 

40 Schaltungsplatte 1 aufgebracht wurde. Gleichzeitig 
werden die W&rmesenke-Platten 2a— 2n auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte 1 aufgelotet 

Ferner wird bei einem Schritt S5 der Leitungsrahmen 
4 in solcher Weise geschnitten, daB die Verbindungslel- 

45 tungen 3 voneinander getrennt werden und es werden 
dann die einzelnen in solcher Weise bergestellten ge- 
druckten Schaltungen in dem Zustand getestet, den sie 
noch auf der gemeinsamen gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte 1 haben. Nach dem Testen wird jede der 

so gedruckten Schaltungszonen la— In mit einer elektro- 
magnetischen Abschirmkappe versehen. 

SchlieBlich wird bei einem Schritt S6 die gedruckte 
Haupt-Schaltungsplatte 1 in einzelne gedruckte Schal- 
tungsplatten entsprechend den Zonen la-ln aufgeteilt 

55 Bei dem Schritt S6 kann man eine elektromagnetische 
Abschirmkappe auf jede der gedruckten Schaltungszo- 
nen la— In vorsehen, und zwar wShrend eines Zustan- 
des, bei dem die gedruckten Schaltungszonen la-ln 
noch auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit- 

eo einanderverbundensind, 

GemaB dem ProzeB von Fig. 4 wird die Ausrichtung 
zwischen den Koraponenten lc und den entsprechenden 
Verdrahtungsmustern lw auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte 1 in einfacher Weise zu dem Zeitpunkt 

65 des Aufschmelzens bei dem Schritt S4 aufrechterhalten, 
wobei der Aufschmelzprozefl bei dem Zustand durchge- 
fuhrt wird, bei dem die gedruckten Schaltungszonen 
la-ln starr miteinander verbunden sind. Beispielswei- 
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se kOmjea die gedruckte Haupt-Schaltungsplattc 1 und bUden, Es sei darauf hingewiesen daB jede der Leiter. 

wJ2 c u u Tj ^f^kannmandiegedruckte hen, wobei die Verbindung des Leitungsrahmens 4, auf 

||%H«-p-;K , 3£.asas.-s 

Legierung bergestellt sein konnen. Der Leituagsrahmen GemaBderKonstruMonderFi* GA,,nrffiRn,; 

hinweg haben. Da durch Formen der Leitungsrahmen 4 Die Pi ff 74 T^rT • senu JP ejnsnt 

die Verbindungsleitungen 3 und die 1 wSeEkJ HdnmS ™*«.~ t f * ett d i e Konstruktion «^es 

wirddadurehderautomatisierteZusammenbauderge- dXtoe Sum Ss2JhSU2S?^ TO *-. a,d S ^J 6 " 
druckten Schaltungsplatte und damit der HekttoSr. « SSL iffi """W^ 1 MrteiJt wird und in- 
rkhtung auf etaer soffi SS RkS wSetS 25 Ve?bS^2S^f^ «r S chnitten wird, dafi die 

Bei deVvorangegangenen Beschreibun* eotldlt die * ^f^^, tUag ^ J . Ms ^ biIdet 5st " ents P rc ' 

obere Seite eines Halbproduktes in einer Derfoektivi- TZZ^^t u 241 auf d L er Boden "»e der ge- 

Ge* U . «tao fS . 6A und 6B ist nun die gedruckte SSftS abgefSt * ^ e,ektro ^eti S cben 

SSSS! ^ "ffild if 1 ^f^W 45 * «* nun al nachstes eine Beschreibung des Scant- 
7™ ,n £ it 1 " « aj ~ lDl wobei ^S6desFluB(UagrajnmesderKa4geeebei werden 

Auf der Seite der H .ja. 7 ; < gende Erfindung hergesteilt wurden. Der Test wird auf 

elektnsch als auch mecbanisch durch Anldten jeder der Verbmdungsleirungea S^!d«f255S5S«4 £ 

trodenanschJuBfldche iwc, die auf der Bodease he der Schaltuneszonen la- in nneh in H^m 7n«**nH SI™ 

gedruckten Haupt-Schahungsplatte 1 ausgebildet ist, sie SS^^Jd^S^SffiS 

7 ft*!!? Haupt-Schaltungsplatte 1 verbun- « dergedrucktenHaupt-Schaltungsplatte 1 

den. In Fig. 6A 1st die DarsteUung der Verdrahtungsmu- Bei dem Hdburodukt von Fte 8 taMmfe™ 

iSZ^tleM^fAT^ v , ander unabh aag% wahrend der Betrieb der Schaltun- 
men ivffi LriS»2S^J5^^ 1 *^! rih * ge " daZ V ^ 0ber die elektromagnetische Interferes 
^itLSluS^Jfc^? 811 .^"'^ und i 51 SO * 55 * e S en seitig beeinfiuBt zu werden. Eine solche clektro- 
Ss^ a t™n U S ««*«^."« j^P*™*- magnetische Interferes zum Zeitpunkt des Sor- 

t SSS3S?S ^In h!^? J 6 ""I ^ ganges ,lst ^besondere bei der Konstrukdon von Fig. 8 
re Rethe auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 ernstzunehmen, bei der die einzelnen Schaltungen ne- 
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beneinander bei minimaler Trennung angeordnet sind gezeigte Halbprodukt wahrend des Testes montiert ist 
Sorait enthait die Testausriistung einen entfernbaren GemaB Fig. 10 wird die gedruckte Schaltungsplatte 1, 
elektromagnetischen Schirm, der selektiv die Schaltung die das Halbprodukt bildet und die verschiedenen Kom- 
abdeckt, die einem Test unterzogen wird ponenten lc und Leitermuster. Iw darauf an verschiede- 

Es sei darauf hingewiesen, dafl eine solche elektroma- 5 nen gedruckten Schaltungszonen la— In tr§gt, tlber den 
gnetische Abschirmung fiir das Testen der Mikrowel- Objekttisch 21 gefQhrt und zwar mit Hilfe eines nicht 
lenvorrichtungen und Schaltungen wesentlich ist, bei gezeigten F6rdermechanisnius, wie dies durch einen 
denen die Betriebseigenschaften dazu neigen, zwischen Pfeil angezeigt ist 

dem Zustand, bei dera eine elektromagnetische Abschir- Der Objekttisch 21 tragt seinerseits ein Leitermuster 
mung vorgesehen ist und dem Zustand bei dem keine 10 21a zum Angriff an die Verbindungsleitungen 3, die auf 
solche elektromagnetische Abschirmung vorgesehen der gedruckten Schaltungspiatte 1 ausgebildetsind, und 
ist, sich zu andern. es wird das Halbprodukt, welches auf solche Weise als 

Somit fQhrt die Testausriistung den Testvorgang in gedruckte Schaltungsplatte 11 ausgebildet worden ist, 
dem Zustand durch, bet dem die Schaltung durch eine zu der Testausriistung 20 derart gef6rdert dafl die ge« 
Dummy-Metallkappe abgeschirmt ist, welche die glei- 15 druckten Schaltungszonen la— In eine nach der ande- 
che GrcBe hat wie die Metallkappe, die bei der tats^ch- ren in Eingriff mit dem Objekttisch21 gelangea 
lichen Vorrichtung fdr eine elektromagnetische Ab- Umjede der Schaltungen auf den Zonen la— lwwSh- 
schirmung verwendet wird rend des Testvorganges abzuschirmen, enthait die Test- 

Fig. 9 ist ein FluBdiagramra, welches die Prozedur des ausrttstung 20 eine Dummy-Metallkappe 22 mit einer 
Testvorganges gemaB der vorliegenden AusfOhrungs- 20 GrdBe und einer Gestalt die identisch sind mit einem 
form der Erfindung veranschaulicht Es set darauf hinge- Abschinngehiuse, welches tatsachfich auf jedem Pro- 
wiesen, daB der TestprozeB von Fig. 9 dem Schritt S5 dukt vorgesehen wird nachdem die gedruckten Schal- 
von Fig. 4 entspricht tungszonen la— In in getrennte Schaltungen aufgeteilt 

GemaB Kg. 9 startet die Schrittfolge mit einem worden sind Urn ferner eine richtige Anlage oder An- 
Schritt SI 1, um das Halbprodukt der Fig. 8 auf die Test- 25 griff der Verbindungsleitungen 3 mit dem entsprechen- 
ausrOstung zu laden. der Leitermuster 21a sicherzusteUen, ist die Metallkap- 

Als n&chstes wird bei einem Schritt S12 eine elektro- pe 22 mit Stiften 22a ausgestattet, die durch jeweilige 
magnetische Abschirmung auf eine ausgewahlte ge- Schraubenfedera angedrttckt werden, um die Verbin- 
druckte Schaltung auf der gedruckten Haupt-Schal- dungsleitungen 3 gegeu das entsprechende Leitermu- 
tungsplatte 1 auf gesetzt und es wird ein Test hinsichtlich 30 ster 21a auf den Objekttisch 21 zu driicken. Durch die 
der abgescbirmten gedruckten Schaltung bei einem Verwendung der Metallkappe 22 ist esmSgiich, die Vor- 
Schritt S13 ausgefuhrt Nach dem Testen gemaB dem richtung in einem Zustand zu testen, der identisch dem 
Schritt S13 wird die elektromagnetische Abschirmung Zustand ist, in welchem die Vorrichtung nach der Ver- 
bei einem Schritt S14 entfernt und die elektromagneti- schickung als Produkt verwendet wird 
sche Abschirmung wird auf eine andere gedruckte 35 Kg. 1 1 zeigt die Konstruktion einer andern Testaus- 
Schaltung auf der Platte 1 vorgesehen, indem zu dem rttstung 30, die einen Objekttisch 31 enthait, auf dem das 
Schritt S12 zuriickgekehrt wird In diesem Fall werden in den Fig. 6A und 6B gezeigte Halbprodukt montiert 
die Schritte S12 und S13 wiederholt, bis alle gedruckten wird 

Schaltungen auf der-gedruckten Haupt-Schaltungsplat- GemaB Fig, 1 1 wird die gedruckte Schaltungsplatte 1, 
te 1 eine nach der anderen getestet sind 40 die das Halbprodukt bildet und verschiedene Kotnpo- 

Alternativ kann bei dem Schritt S12 die Abschirmung nenten lc und Leitermuster lw darauf auf verschiede- 
fOr alle die gedruckten Schaltungen la-ln auf der ge- nen Zonen la t — Inj und ta 2 — ln 2 tragt, fiber den Ob- 
druckten Schaltungsplatte 1 vorgesehen werden. In die- jekttisch 31 mit Hilfe eines Fordermechanismus gefor- 
sem Fall kann der Testvorgang bei dem Schritt S13 dert, der nicht gezeigt ist, wie dies durch einen Pfeil 
gleichzeitig ausgefiihrt werden. 45 angezeigt ist 

Nachdem der Testvorgang vervollstiindigt ist, wird Es sei darauf hingewiesen, daB die gedruckte Schal- 
die elektromagnetische Abschirmung der Testausrii- tungsplatteldieRahmen4iund42anbeidenSeitenkan- 
stung entfernt und es werden die gedruckten Sehaltun- ten derselben triigt, wahrend die Verbindungsleitungen 
gen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit 3i und 3 2 von den jeweiligen Rahmen 4| und 4z zum 
einer dauerhaften elektromagnetischen Abschirmung 50 Zwecke des Testens fcbgetrennt sind Ferner enthait je- 
versehen, wie einem Geh&use 5, das in Fig. 7A gezeigt der der Rahmen 4j und 4* Perforationen 4x fiir den 
ist, wie dies bei dem Schritt S 15 angezeigt ist Eingriff mit einem Kettenrad des Ffirdermechanismus, 

Es wird dann weiter eiri Schritt SI 6 ausgefQhrt der der nicht veranschaulicht ist Dadurch werden die Lei- 
dem Schritt S6 von Fig. 4 entspricht und es wird die terrahmen 4i und 4* und damit die gedruckte Schal- 
gedruckte Haupt-Schalturigsplatte 1 in eine Vielzahl 55 tungsplatte 1 stabile in der mit einem Pfeil angegebenen 
von gedruckten Schaltungsplatten aufgeteilt von denen Richtung gefdrdert 

jede eine gedruckte Schaltung trSgt die bereits getestet Der Objekttisch 31 enthait seinerseits Objekttischzo- 
worden ist nen 31 A und 31B, die jeweils Leitermuster 31a und 31b 

Wie an frtiherer Stelle erw&hnt worden ist ist es wun- tragen fttr den Angriff mit den Verbindungsleitungen 3\ 
schenswert eine elektromagnetische Abschirmung der 60 und 32, die auf einer gedruckten Schaltungszone auf der 
Testausriistung vorzusehen, die bei dem Schritt S12 auf- gedruckten Schaltungsplatte 1 ausgebildet sind, wie bei- 
gesetzt wird und die die gleiche GroBe hat wie die Gro- spielsweise die Zone In und die gedruckten Schaltungs- 
Be der dauerhaften elektromagnetischen Abschirmvor- zonen lai — lni gelangen eine nach der anderen aufein- 
richtungS, um sicherzusteUen, dafl das Testergebnis far anderfolgend in Eingriff mit dem Objekttisch 31B, In 
die aktuellen Gerate GUltigkeit hat, die an die Verbrau- 65 ahnlicher Weise gelangen die gedruckten Schaltungszo- 
cherverschickt werden. nen la2~ tna eine nach der anderen in Aufeinanderfolge 

Fig. 10 zeigt die Konstruktion einer Testausriistung in Eingriff mit dem Objekttisch 31 A 
20,die.einenObjekttisch21 enthait auf dem das in Fig. 8 Um jede der Schaltungen auf den Zonen lat— lm und 
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ta 2 -ln 2 wlhrend des Testvorganges abzuschirmen, 
enthalt die Testausrflstung 30 eine Dummy-Metallkap- 
pe 32, die aus einem ersten Teil 32A und einem zweiten 
Tea 32B gebildet 1st, wobei jede der ersten und zweiten 
Telle 32A und 32B eine GrSBe und eine Gestalt haben, 5 
die identisch sind rait einem Abschirmgehsiuse, welches 
tatsichiich auf jedem der Produkte vorgesehen wird . 
nachdem die gedruckten Schaltungszonen la t ~lni und 
laj-ln2 in getrennte Schaltungen aufgeteilt worden 
smd Urn ferner einen richtigen Angriff der Verbin- i 0 
dungsleitungen 3i und 3 2 mat den entsprechenden Lei- 
termustern 31a und 31b sicherzustellen, sind die Metall- 
kappenteile 32A und 32B rait Stiften 32a und 32b ausge- 
stattet, die durch jeweilige Schraubenfedern angedrflckt 
werden, urn die Verbindungsleitungen 3 t und 3 2 auf die 15 
entsprechenden Leitermuster 31a und 31b auf dem Ob- 
jekttisch 31 anzudrtfcken. 

Durch die Verwendung der Testausrtlstung von 
Pig- 1 1 kann der Test der Vorrichtung ef ftdent in dem 
gieichen Zustand erreicht werden, in welchem die Vor- 20 
nchtung nach der Verschickung eines Produktes ver- 
wendet wird 

Ferner ist die vorliegende Erfindung nicht auf die 
zuvor beschriebenen Ausfuhrungsformen beschrankt, 
sondern es sind vielftltige Abwandlungen und Modifi- 25 
kationen rnaglich, ohne dadurch den Rahmen der vorlie- 
genden ErSndung zu verlassen. 
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Patentansprtiche 
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1. Verfahren zur HersteUung eines Gerates, wel- 
ches eine gedruckte Schaltungspiatte enthalt, ge- 
keniueichnet durch die folgenden Schritte: 

(a) Ausbilden einer Vielzahl von Schaltungszo- 
nen (lai—lm) auf einer einzelnen gedruckten 35 
Haupt-Schaltungsplatte (1), derart, daB jede 
der Vielzahl der Schaltungszonen eta Leiter- 
muster (lc) enthalt, welches einer gedruckten 
Schaltungspiatte entspricht, die das Gerat bil- 

^ et> 40 

(b) AnschlieBen einer oder mehrerer Verbin- 
dungsleitungen (3, 3t, 3a) an entsprechende An- 
schluflflachenelektroden (lwc) in jeder der 
Schaltungszonen in einem Zustand, bei dem 
die Vielzahl der Schaltungszonen (la— In) me- 45 
chanisch in der Form der gedruckten Haupt- 
Schaltungspiatte (t) miteinander verbunden 
sind, und 

(c) nach dera Schritt (b) Aufteilen der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) in einzelne ge- 50 
druckte Schaltungsplatten (la- tn); von denen 
jede einer der Schaltungszonen auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte entspricht 

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Schritt (b) einen Schritt umfaBt 55 
bei dem ein Aufschmelzen einer auf den Leitermu- 
stern(lc) vorgesehenen Ldtmateriallegierung ver- 
ursacht bzw, herbeigef Qhrt wird 
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch. gekenn- 
2eichnet, daB das Verfahren die folgenden Schritte 6 o 
umfaBt: 

Ausbilden einer Leiterrahmenstruktur (4, 4a— 4n, 3) 
rait einem LeiterrahmenkCrper (4) in solcher Weise, 
daB der Leiterrahmenktirper eine Vielzahl von Lei- 
terrahmenzonen (4a- 4n) enthalt, von denen jede 65 
eine oder mehrere der Verbindungsleitungen (3) 
trfigt und derart, daB die Verbindungsleitungen sich 
von dem Leiterrahmenkdrper (4) als ein integraler 



Teil desselben erstrecken, und 
wobei der Schritt (b) die Schritte umfaBt, gemaB 
einera Aneinanderanbringen der Leiterrahmens* 
truktur (4, 4a-4n, 3) an der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) in solcher Weise, daB in jeder 
der Leiterrahmenzonen (4a~4n) die eine oder 
mehrere Verbindungsleitungen (3) an jeweilige ent- 
sprechende AnschluBflachenelektroden (lwc) einer 
gedruckten Schaltungszone (ia-ln) angeldtet 
werden, die der Leiterrahmenzone (4a-4n) ent- 
spricht 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterrahmenstruktur in jeder der 
Vielzahl der Leiterrahmenzonen eh Warmesenke- 
teil (2a-2n) enthalt, welches als einheitlicher inte- 
grals Tefl des Leiterrahraenkdrpers (4) ausgebil- 
det 1st, jmd daB der Schritt (b) in einem Zttftand 
ausgeffihrt wird, bei dem die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) auf den Wannesenketeiien 
(2a-2n)abgestfltztist 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt (b) in solcher Weise ausge- 
fflhrt ; wird daB die Warmesenketeile (2a-2ri) an 
den jeweiligen Zonen, die der Vielzahl der Schal- 
tungszonen (la- In) entsprechen, auf der gedruck- 
ten t Haupt-Schaltungsplatte (1) angeldtet werden, 

6. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt (b) einen Schritt der Befe- 
stigung der Elektronikkomponenten (lc) auf jeder 
der Schaltungszonen (la-tn) des Hauptsubstrats 
\l) umfaBt 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt der Befestigung der Elek- 
tronikkomponenten (1c) die Schritte umfaBt, ge- 
maB Piazieren der Elektronikkomponenten (lc) auf 
den jeweiligen entsprechenden Leitermustera (1 w), 
die auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1) 
ausgebttdet sind, Plazieren der Verbindungsleitun- 
gen (3) in Kontaktangriff mix entsprechenden Elek- 
trodenanschluDflachen (lwc) auf der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (1) und gleichzeitiges An- 
lo ten der Elektronikkomponenten (lc) und der Ver- 
bmdungsleitungen (3) auf den Leitermustem und 
den ElektrodenanschluBfiachea 

8. Leiterplattenanordnung, gekennzeichnet durch 
eine gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) mit ei- 
ner Vielzahl von gedruckten Schaltungszonen 
(la- 14 die je ein Leitermuster (tw) in einem Zu- 
stand tragen, bei dem die Vielzahl der gedruckten 
Schaltungszonen miteinander verbunden sind, wo- 

^ l« s H it , ennuster ( lw ) c5ne Elektrodenan- 
schluBflache (lwc) in jeder der Vielzahl der ge- 
druckten Schaltungszonen (la- In) enthalt, und 
durch eine Leiterrahmenstruktur (4, 4a-4n, 3), die 
einen Leiterrahmen (4) enthalt, wobei der Leiter- 
rahmen eine Vielzahl von Leiterrahmenzonen 
(4a- 4n) umfaBt und wobei sich eine Verbiadungs- 
leitung (3) bei jeder der Vielzahl der Leiterrahmen- 
zonen (4a-4n) von dem Leiterrahmen (4) als ein 
emstUckiger Korper erstreckt, 
wobei die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
und die Leiterrahmenstruktur (4, 4a-4n, 3). elek» ' 
trisch und mechanisch in solcher Weise miteinan- 
der verbunden sind, daB in jeder der Leiterrahmen- 
zonen (4a-4n) die Verbindungsleitung (3) auf einer 
entsprechenden Elektrodenanschlufiflffche (lwc) 
eines Leitermusters (1 w) in einer gedrucktenSchal- 
tungszone (la- In) angeldtet ist, die der Leiterrah- 
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menzone (4a-4n) entspricht 

9. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) Elektronikkomponenten (ic) 
auf einer Hauptflache derselben in jeder der Viel- 5 
zahl der gedruckten Schaltungszonen (la— In) 
tragi 

10. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8> 
dadurch gekennzeichnet dafl der Leiterrahmen 
Perforationeni (4x) enthalt, die f Qr einen Eingriff rait 10 
einem FSrdermechanismus geeignet sind 

11. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die gedruckte Haupt* 
Schaltungsplatte (1) eine erste Kante und eine 
zweite gegenuberliegende Kante aufweist dafl die is 
Vielzahl der gedruckten Schaltungszonen eine er- 
ste Gruppe Schaltungszonen (lai — lnj) enthalt, die 
entlang der ersten- Kante angeordnet ist und eine 
zweite Gruppe von Schaltungszonen (la 2 — ln 2 ) 
umfaflt die entlang der zweiten Kante angeordnet 20 
ist, und wobei die Leiterrahmenstruktur ein erstes 
Leiterrahmenteil (4 Jf (4 t )a— (4i)n, 3{\ und ein zwei- 
te* Leiterrahmenteil (4& (4*)a— (4a)n, 3 2 ) umfaflt 
von denen jedes einen Leiterrahmen (4t, 4ab) und 
eine Vielzahl von Verbindung$ldtungen(3u3 2 )ent- 25 
hilt, wobei das erste Lekerrahraenteii (4i, 
(4i)a-(4j)n. 3i) entlang der ersten Kante der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (1) in solcher 
Weise angeordnet ist, dafl die Verbindungsleitun- 
gen (3j) mit jeweiligen entsprechenden Elektroden- 30 
anschluflflichen (Iwc) in der ersten Gruppe der 
Schaltungszonen (lai — Imi) verbunden sind und 
wobei das zweite Leiterrahmenteil (4* (4 2 )a-(4 2 )n l 
3 2 ) entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (1) in solcher Weise ange- 35 
ordnet ist, dafi die Verbindungsleitungen (3 2 ) mit 
jeweiligen entsprechenden Elektrodenanschluflfla- 
chen (Iwc) in der zweiten Gruppe der Schaltungs- 
zonen (la2— ln 2 ) verbunden sind 

12 Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 40 
bei der die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
eine erste Kante und eine zweite gegenuberliegen- 
de Kante aufweist, wobei die Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen eine erste Gruppe von Schal- 
tungszonen (lai-tm) umfafit, die entlang der er- 45 
sten Kante angeordnet ist, und eine zweite Gruppe 
von Schaltungszonen (la 2 -ln 2 ) umfafit, die ent- 
lang der zweiten Kante angeordnet ist und wobei 
die Leiterrahmenstruktur ein erstes Leiterrahmen- 
teil (4i) und ein zweites Leiterrahmenteil (42) ent- 50 
halt, die von der Vielzahl der Verbindungsleitungen 
(3i, h) abgetrennt sind, wobei das erste Leiterrah- 
menteil entlang der ersten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte in mechanische Verbin- 
dung mit der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 55 
angeordnet ist und wobei das zweite Leiterrahmen- 
teil entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte in mechanischer Verbin- 
dung zu der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
angeordnet ist 60 
13, Schaltungsplattenainordnung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi jede der er- 
sten und der zweiten Gruppe von gedruckten 
Schaltungszonen (lai-lmi, la 2 — ln 2 ) jeweilige 
Schaltungsmuster (lw) in einer solchen Beziehung 65 
aufweist, dafi das Schaltungsmuster (lw) einer ge- 
druckten Schaltungszone (ta 2 — tn 2 ) eirier zweiten 
Gruppe ein Spiegelbild des Schaltungsmusters ei- 
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ner entsprechenden gedruckten Schaltungszone 
(lai— ten) der ersten Gruppe ist 

14. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dafi jedes der er- 
sten und zweiten Leiterrahmenteile (4t, 4 2 ) ein Per- 
forationsloch (4x) tnigt, welches fur einen Eingriff 
mit einem Fdrdermechanismus geeignet ist 

15. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet dafi die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) eine Vielzahl von Warmesen- 
ke-Platten (2a— 2n) trSgt die auf einer Hauptflache 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1) gegen- 
Qber einer Hauptflache angelotet sind, auf der die 
Elektronikkomponenten (lc) raontiert sind, und 
zwar in Entsprechung zu der Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen (la— In), wobei jede der W£r- 
mesenke-Platten (2a— 2n) als ein zusammenhan- 
gender Korper mit dem Leiterrahmen (4) verbun- 
den ist 

16. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Vielzahl der Ver- 
bindungsleitungen (3) auf der Hauptflache der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (t) angelotet 
sind, auf der die Warmesenke-Platten (2a— 2n) an- 
gelStetsind 

17. Verfahren zum Testen einer gedruckten Schal- 
tung, die auf einer gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte ausgebildet ist, wobei die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte eine Vielzahl von gedruckten 
Schaltungen an jeweiligen gedruckten Schaltungs- 
zonen enthalt, die auf einer gemeinsamen gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte festgelegt sind, ge- 
kennzeichnet durch die folgenden Schritte: 
Vorsehen einer elektromagnetischen Isolation auf 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1), um ei- 
ne gedruckte Schaltung (la— In) darauf, die gete- 
stet werden soli, abzudecken, und 
Durchftlhren eines Testvorganges an der gedruck- 
ten Schaltung (la- in), die mit der elektromagneti- 
schen Isolation ausgestattet ist 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Schritt des Vorsehens der elek- 
tromagnetischen Isolation bei all den gedruckten 
Schaltungen (la— In) auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) ausgeftthrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Verfahren ferner die folgenden 
Schritte umfaflt: 

Entfernen der elektromagnetischen Isolation von 
der gedruckten Schaltung (la- In) nach dem 
Schritt des Testens, 

Vorsehen einer dauerhaften elektromagnetischen 
Isolation (5) auf der gedruckten Schaltung, und 
Zerteilen der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
(1) in eine Vielzahl von gedruckten Schaltungsplat- 
ten (la— in), von denen jede darauf eine gedruckte 
Schaltung (lw) trlgt, wobei die elektromagnetische 
Isolation cine GroCe hat die identisch mit einer 
GrSfle der dauerhaften elektromagnetischen Isola- 
tion (5) ist 

20. Testanordnung zum Testen einer gedruckten 
Schaltungsplatte, gekennzeichnet durch 

einen Objekttisch (31) zum Haltern einer gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) darauf, wobei die 
gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) durch eine 
Vielzahl von gedruckten Schaltungszonen (la— In) 
definiert ist von denen jede ein Leitermuster (lw) 
und entsprechende Komponenten (lc) trtgt und 
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wobei die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
ferner eine Vielzahl von Verbindungsieitungen (3) 
an jeder der gedruckten Schaitungszonen (1a- in) 
trSgt, urn jede der gedruckten Schaitungszonen 
(la-ln)zutesten, " 5 

em auf dem Objekttisch (21) vorgesehenes Leiter- 
muster (21a) in Bntsprechung mil den Verbindungs- 
leitungen (3) einer gedruckten Schaltungszone 
(la-ln), die auf der gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte (!) vcrhanden ist, und I0 
ein Abschirmgehiuse (22) mit einer Gr6Be und ei- 
ner Gestait, die identisch ist einer Gr6Be und einer 
Gestait eines Abschirmgehluses, welches nach dem 
Testvorgang durch die TestausrOstung auf der ge- 
druckten Schaitungs2one (la- in) vorgesehen \$ 
wiri 

21, TestausrOstung nach Anspruch 20, dadurch ge~ 
kennzeichnet, daB das Abschirmgehiuse (22) eine 
Vielzahl yon Stiften (22a) enthllt, die in Entspre- 
chung mit den Verbindungsleitungen (3) vorgese- 20 
hen sind, wobei die Stifte (22a) durch jeweiiige Fe- 
dem angedrttckt werden und die Verbindungslei- 
tungen (3) an das Leitermuster (21a) auf dem Ob* 
jekttisch (21) angedrilckt werden, 

22. TestausrOstung nach Anspruch 20, dadurch ge- 25 
kennzeichnet, dafl das Leitermuster auf dem Ob- 
jekttisch (31) em erstes und ein zweites Leitermu- 
ster (31a, 31b) umfaBt, die den VerbindungsJeitun- 
gen (3) eines Paares von wechseiseitig benachbar- 
ten gedruckten Schaltungszonen (lai-lm, 30 
la 2 ~in 2 ) entsprecben, wobei das AbschirmgehSu- 

se einen ersten Teil (32A) enth&lt urn eine gedruck- 
te Schaltungszone abzudecken, die in Eingriff mit 
dem ersten Leitermuster (31a) steht, und eiaen 
zweiten Teil (32B) umfaflt, urn eine benachbarte 35 
gedruckte Schaltungszone abzudecken, die in Ein- 
griff mit dem zweiten Leitermuster (31b) steht, 
wenn die gedruckte Haupt-Schaltungspiatte (1) auf 
dem Objekttisch (31) montiert ist, wobei jedcs der 
ersten und zweiten Teile (32A, 32B) des Abschirm- 40 
gehauses eine GrdBe und eine Gestait eines Ab- 
schiragehauses beshzen, welches auf den gedruck- 
ten Schaitungszonen nach dem Testen durch die 
Testausriistung vorgesehen wird. 
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